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Fiabilité versus Durée de vie 
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Risques sur la fiabilité 

 λ système =  λ composants qui le constituent 

 La fiabilité des composants se répercute sur celle du 
système 

 Sur ou sous–estimation fiabilité = surcoût  

 Il est important de réaliser des études de fiabilité 

prévisionnelle qui tiennent compte: 

 du profil de vie 

 de la méthode de calcul utilisée et des paramètres 
associés 

 et du RETEX 
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FIDES 

Composants Cartes électroniques  
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Fides: Formule générale 
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traduit la qualité et la maîtrise technique de fabrication de l’article 

traduit la qualité et la maîtrise technique du processus de développement, 

de fabrication et d'exploitation/maintenance du produit contenant l’article 

( )







 

PhysiquesonsContributi

onaccélératiPhysique

_

0ll

 Induit

représente la contribution des facteurs induits (aussi appelés surcharges 

accidentelles ou overstress), classiquement attendus dans une 

application donnée 
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Fides: Discrets Actifs 
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Fides: Discrets Actifs 
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Fides: Discrets Actifs 
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Exemple Profil de vie FIDES 

Contrainte Thermique et Humidité Cyclage thermique Mécanique 

Intitulé de la phase Temps 
calendaire 

 
 

(heures) 

On/Off Température 
ambiante 

 
 

(°C) 

Taux 
d’humidité 

 
 

(%) 

T 
 
 
 

(°C) 

Nombre de 
cycles 

 
 

(/an) 

Durée du 
cycle 

 
 

(heures) 

Température 
maximale au 

cours du 
cyclage 

(°C) 

Vibrations 
aléatoires 

 
 

(Grms) 

Sol-operating-1 660 On 47 30 33 330 14 47 - 

Sol-operating-2 1320 On 55 30 15 660 2 55 - 

Sol-roulage 99 On 47 5 - - - 55 5 

Vol-operating 3831 On 40 5 - - - 40 0,6 

Sol-dormant 2820 Off 14 70 10 117 24 19 - 

 

Avion moyen courrier 
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Influence du profil de vie (PdV) 

PC Djibouti

Véhicule BlindéRadio

Hélicoptère Avion Arme

Pc France

Thermique Cycle Thermique Mecanique

Humidité Thermo-électrique Chimique Electrique

696 FIT568FIT

3239 FIT1333 FIT

383 FIT 840 FIT

x1
,5 x2

x 2,2

x 8,5x 3,5

1 FIT = 1 défaillance / 109 h.composant 
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Fides - Normalisation 

 Française :  
 FIDES2009 - UTE C 80811 - MàJ faite en 

déc.2010  

 Internationale : 
 Intégré au référentiel EDSTAR depuis 2012 

(European Defence Standards Reference 
System = containing references to “Best practice” 
standards and "standard-like" specifications) 
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Plus d’information sur Fides 



MINISTÈRE DE LA DÉFENSE 

Fiabilité en Electronique - M. THUAULT (DGA/IP/PCO) – 12 Juin 2014 -  p. 13 

Fides et Ingénierie conception 

 Améliorer la fiabilité des équipements 

électroniques par: 

 Le choix des composants (classes de composants, 

essais fiabilité fabricants, boîtiers,…), 

 Le choix des fournisseurs (niveaux de qualité, 

questionnaire /audit,…), 

 L’étude des contributeurs (améliorations 

/contraintes thermiques, humidité…) 
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Exigences / Fiabilité 

 Justifier que la fiabilité spécifiée sera atteinte. 

 Effectuer et présenter les calculs de fiabilité 

prévisionnelle suivant la méthodologie décrite dans 

UTE-C 80811 ainsi que le profil de vie utilisé,  les 

hypothèses de calcul et les différents paramètres 

utilisés. 

 Présenter un plan Fiabilité est de façon à 

vérifier que la fiabilité constatée est bien égale 

ou supérieure à la fiabilité prévisionnelle.  


